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以下資料由和淞科技股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意


   認購相關資訊
   公司簡介
   風險事項說明(申請登錄戰略新板公司適用)

   主要業務項目
   最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
   最近五年度簡明資產負債表
   最近三年度財務比率
公司名稱：和淞科技股份有限公司 (股票代號：6826 )
申請登錄：(一般板       □戰略新板
	董事長
	應柔爾

	總經理
	周志賢

	資本額
	新台幣608,000仟元

	輔導推薦證券商
	凱基證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司

	主辦輔導券商聯絡人電話
	凱基證券股份有限公司 聯絡人：顏小姐
連絡電話：(02)2181-8888  #8108

	註冊地國
	(外國發行人適用)

	訴訟及非訟代理人
	(外國發行人適用)


	輔導推薦證券商認購和淞科技股份有限公司股票之相關資訊

	證券商名稱
	主辦
	協辦
	協辦
	協辦

	
	凱基證券

股份有限公司
	兆豐證券
股份有限公司
	第一金證券
股份有限公司
	玉山綜合證券股份有限公司

	認購日期
	110年6月9日

	認購股數（股）
	1,200,000
	100,000
	100,000
	100,000

	認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率
	1.97%
	0.16%
	0.16%
	0.16%

	認購價格
	新台幣62元/股

	認購價格之訂定
依據及方式
	本推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，參考市場基礎法、成本法及收益基礎法等方式，以推算合理之承銷價格，做為該公司辦理股票興櫃登錄之參考價格訂定依據。再參酌該公司之所處產業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之。
目前股票價值的評估方法諸多，而各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異。證券投資分析常用之股票評價方法主要包括：

(1)市場法：本益比法(Price/Earnings Ratio，P/E Ratio)及股價淨値比法(Price/Book Value Ratio，P/B Ratio)，均透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整。

(2)成本法：亦稱帳面價值法(Book Value Method)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎。

(3)收益法則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。

以上股票評價方法，其中成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；收益法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來現金流量無法精確掌握，且及加權平均資金成本更無法精確掌握；股價淨值比法較適用於獲利不穩定，或成熟產業但獲利波動劇烈的景氣循環公司。而該公司屬獲利穩定之產業，故本推薦證券商僅就本益比法作為評估基準。

和淞公司為半導體製程供應系統設備及系統整合之專業廠商，從事高科技廠房設施廠務系統工程之規劃、施工服務及高科技廠房設施廠務設備代工。經參考國內上市櫃之同業資料，且綜合考量營運規模、營運模式及產品類型後，選擇同業如下：
(1)上市公司帆宣系統科技(股)公司(股票代碼：6196)：高科技廠務工程及設備製造公司，提供半導體、光電等高科技產業廠務及設備整合解决方案，與和淞公司同屬半導體廠務工程業。
(2)上櫃公司朋億(股)公司(股票代碼：6613)：高科技產業製程供應系統設計、工程承包、設備製造、機械安裝等業務，與和淞公司同屬半導體廠務工程業。

(3)上櫃公司信紘科(股)公司(股票代碼：6667)：專注於高科技產業製程之廠務供應系統整合，與和淞公司同屬半導體廠務工程業。

以下茲採本益比法進行評估，彙總採樣同業、上市/上櫃其他電子類股最近三個月(110年2月~4月)之平均本益比如下：
單位：倍
公司/月份
110年2月
110年3月
110年4月
最近三個月平均

6196 帆宣
24.47
23.05
24.39
23.97
6613 朋億
10.48
11.78
11.87
11.38
6667 信紘科
27.35
32.94
38.43
32.91
上市其他電子類
16.63
16.81
16.13
16.52
上櫃其他電子類
25.34
25.84
26.05
25.74
     資料來源：臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人證券櫃檯買賣中心網站
和淞公司之採樣同業及上市及上櫃半導體類股最近三個月平均本益比，其中信紘科公司最近三個月之本益比與其他同業相較均明顯偏高故予以排除，排除極端值後其他採樣同業及上市櫃半導體類股之平均本益比區間為11.38~25.74倍之間，另該公司109年經會計師查核財務報告，稅後淨利為292,340仟元，每股稅後盈餘為4.86元，若以此每股盈餘為計算基礎推算之本益比參考價格區間為55.31~125.10元，另考量興櫃市場交易流動性較為不足，擬按市場慣例賦予七折並予以折價計算調整，重新推算之參考價格區間為38.72元〜87.57元。

綜上，考量本益比法評價之每股參考股價區間為38.72元〜87.57元，另經參酌和淞公司經營績效、獲利情況、所處市場環境、產業未來成長性及同業之狀況，並考量總體經濟環境因素及興櫃巿場流動性風險後，本輔導推薦證券商與該公司共同議定之興櫃每股認購價格為62元，尚屬合理。



	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	一、公司簡介

和淞公司成立於民國85年7月9日，為高科技廠房廠務工程公司，專注在高科技廠房設施廠務系統工程之規劃、施工服務及高科技廠房設施廠務設備代工。截至民國110年5月底，公司實收資本額達新台幣608,000,000元。

和淞公司為一專業高科技廠房製程供應系統及設備製造公司，主要應用在半導體、記憶體、LCD及封裝測試等產業，相關產業具有產品產值高、資金及技術密集度高之特性，提供turnkey服務，深入扎根，增加客戶黏著度，除了維持公司營運穩定亦提供公司長期擴張的動能。
二、歷史沿革:

年度
重要紀事
民國85年07月
和淞企業有限公司，於民國85年7月9日奉准設立，投資資本額為新台幣5,000仟元，成立初期負責半導體廠務設備零組件代理業務。
民國89年3月
於民國89年3月16日，奉准更名為「和淞科技股份有限公司」。
於新竹工業區建廠，設置不鏽鋼管電解拋光兼精密洗淨加工生產線，品質獲得日本住友不鏽鋼株式會社的認證。
民國89年11月
辦理盈餘轉增資新台幣18,030仟元及現金增資新台幣6,970仟元，增資後實收資本額達新台幣30,000仟元。
民國90年02月
辦理現金增資新台幣54,000仟元，增資後實收資本額達新台幣84,000仟元。
民國91年04月
本公司通過ISO-9001認證。
為服務台南科學園區客戶，設立台南辦公室。
為拓展中國業務，設立和懋國際貿易(上海)有限公司。
民國91年09月
辦理現金增資新台幣40,000仟元，增資後實收資本額達新台幣124,000仟元。
民國95年05月
通過 OHSAS18001:1999認證。
民國95年12月
與亞東氣體合作，開始承接TSMC VMB/VMP設備訂單。
民國96年06月
中止不鏽鋼管電解拋光產線。
民國99年9月

取得TSMC10廠(上海廠)Turnkey工程，為本公司首次參與TSMC建廠Turnkey工程。同年亦取得晶元光電竹南及台南之Turnkey工程。
民國100年9月

取得TSMC15P2(中科)Turnkey工程，為本公司首次參與TSMC台灣建廠Turnkey工程。
民國101年01月
為服務台中科學園區客戶，設立台中辦公室。
民國101年08月
辦理盈餘轉增資新台幣74,400仟元，增資後實收資本額達新台幣198,400仟元。
民國102年01月
建置「非矽基LIGA-like微機電技術」與「金屬陶瓷化表面處理技術」試產線，以『Tamila』品牌跨足醫材生技產業。
民國102年07月
辦理盈餘轉增資新台幣79,360仟元，增資後實收資本額達新台幣277,760仟元。
民國103年07月
辦理盈餘轉增資新台幣105,549仟元，增資後實收資本額達新台幣383,309仟元。
民國104年01月
設立醫材生技實驗室。
民國104年08月
辦理盈餘轉增資新台幣72,445仟元，增資後實收資本額達新台幣455,754仟元。
民國105年03月
辦理現金增資新台幣144,246仟元，增資後實收資本額達新台幣600,000仟元。
民國105年09月
設立和淞二廠，與Versum Materials合作，承接半導體設備代工，包含化學研磨液供應系統、化學品供應設備、以及精密清洗設備。
民國105年11月
取得TSMC16廠(南京廠)Turnkey工程。
民國106年9月 

取得中國上海華力建廠Turnkey工程。
民國106年11月
取得中國長江存儲建廠Turnkey工程。
民國109年09月
設立和淞大同路廠。
民國109年10月
為激勵員工，發行員工認股權憑證800單位，增資後實收資本額達新台幣608,000仟元。
民國109年12月
辦理股票公開發行。
三、經營理念 :
1.憑藉本公司累積多年的工程實績與經驗，與中資及台美日的氣體公司或工程公司策略聯盟，拓展中國大陸、新加坡等海外半導體、光電等高科技產業的市場，提供完整且快速的客戶服務，成為客戶最值得信賴的合作夥伴。
2.秉持永續經營理念，強調與客戶共同追求成長，與員工共同實現夢想，與投資人共同追求長期獲利；並勇於承擔企業社會責任。
四、未來展望

1.短期計畫積極參與國內外高科技廠房廠務供應系統標案，累積先進製程廠務工程經驗，以擴大市場佔有率。。
2.長期計劃是跟隨國際專業大廠佈局全球，建立全球半導體產業最先進量產廠的廠務工程實績，並擴大國內外OEM/ODM設備代工的業務，爭取國內外知名高科技公司授權在台OEM/ODM設備代工的機會，提高製造產值。



	    風險事項說明(登錄戰略新板公司適用)

	和淞科技股份有限公司係申請登錄興櫃一般板，故不適用本項說明。


                                                                

	主要業務項目：
和淞公司主要提供高科技廠房設施廠務系統工程及高科技廠房設施廠務設備之生產及銷售。

	公司所屬產業之上、中、下游結構圖：
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	產品名稱
	產品圖示
及介紹
	重要用途或功能
	最近一年度

營收金額(仟元)
	佔總營收

比重(%)

	高科技廠房廠務供應系統工程
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	主要負責供應半導體製程所需的特殊氣體與大宗氣體，包括氣體的供應、穩定壓力、分流，及最後廢氣的處理。
	4,943,330
	87.37

	高科技廠房廠務設備及其他
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	包括氣體分流閥箱(VMB)、氣體分流盤(VMP)、氣體穩壓裝置(PCM)、氣瓶櫃(GAS CABINET)、廢氣除害器(SCRUBBER)等廠務相關設備。
	714,642
	12.63

	合     計
	5,657,972
	100.00


                                                                          

	最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表  
單位：新台幣仟元                      

	年度
項目
	105年
<註1>
	106年
	107年
	108年
	109年
	110年截
至4月份止
(自結數)
<註2>

	營業收入
	2,542,588 
	4,001,204 
	5,564,690 
	5,910,015 
	5,657,972
	1,907,133

	營業毛利
	346,391 
	409,461 
	649,905 
	678,349 
	690,622
	231,431

	毛利率(%)
	13.62
	10.23
	11.68
	11.48
	12.21
	12.14

	營業外收入
	2,381
	18,209
	89,127
	28,081
	22,223
	46,363

	營業外支出
	5,435
	29,771
	10,948
	14,148
	31,984
	27,102

	稅前損益
	175,567
	152,678 
	425,552 
	381,003 
	370,793
	143,376

	稅後損益
	140,983
	122,948 
	340,159 
	289,286 
	292,340
	114,630

	每股盈餘（元）
	2.38
	   2.01 
	   5.44 
	  4.62 
	4.65
	1.89

	股利發放
	現金股利(元)
	1.00
	2.00
	2.00
	2.00
	1.21
	-

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	-
	-
	-
	-
	-
	-


資料來源：各年度經會計師查核簽證之合併或個體財務報告。
註1：105年度未編製合併財務報告，於107年度已採用國際財務報導準則編製併列106年度之合併財務報表。
註2：110年截至4月份止係自結數字，未經會計師查核簽證或核閱，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。
註3：110年截至4月份止每股盈餘金額，係以當期歸屬於母公司之淨利除以109年度經會計師查核簽證之合併財務報告中當期流通在外之普通股加權平均股數60,800千股計算而得。
	最近五年度簡明資產負債表
         單位：新台幣仟元
                    單位：新台幣仟元

	年度
項目
	105年
<註1>
	106年
	107年
	108年
	109年

	流動資產
	2,728,031
	2,926,578 
	4,038,112 
	4,730,921 
	5,581,935

	基金及長期投資
	-
	-
	-
	-
	-

	固定資產
	175,955
	179,762 
	161,052 
	186,422 
	626,672

	使用權資產
	-
	-
	-
	35,414
	32,394

	無形資產
	1,200 
	2,987 
	6,012 
	8,783 
	6,326

	其他資產
	82,413 
	20,701 
	31,718
	47,945 
	83,624

	資產總額
	2,987,599 
	3,130,028 
	4,236,894 
	5,009,485 
	6,330,951

	流動
負債
	分 配 前
	1,677,784 
	1,822,772 
	2,709,938
	3,291,632 
	4,055,530

	
	分 配 後
	1,797,784　
	1,942,772　
	2,829,938　
	3,411,632　
	4,129,098

	長期負債
	13,127
	9,840 
	16,710 
	43,876 
	404,948

	負債
總額
	分 配 前
	1,690,911 
	1,832,612 
	2,726,648 
	3,335,508 
	4,460,478

	
	分 配 後
	1,810,911　
	1,952,612　
	2,846,648　
	3,455,508　
	4,534,046

	股本
	600,000 
	600,000 
	600,000 
	600,000 
	608,000

	資本公積
	312,246 
	312,246 
	312,246 
	312,246 
	327,990

	保留
盈餘
	分 配 前
	387,801 
	389,386 
	604,055 
	773,083 
	945,500

	
	分 配 後
	267,801　
	269,386
	484,055
	653,083　
	871,932

	長期股權投資
未實現跌價損失
	-
	-
	-
	-
	-

	累積換算調整數
	-
	-
	-
	-
	

	股東權益總額
	分 配 前
	1,296,688 
	1,297,416 
	1,510,246 
	1,673,977 
	1,870,473

	
	分 配 後
	1,176,688　
	1,177,416　
	1,390,246　
	1,553,977　
	1,796,905


資料來源：各年度經會計師查核簽證之合併或個體財務報告。
註1：105年度未編製合併財務報告，於107年度已採用國際財務報導準則編製併列106年度之合併財務報表。
                                                                       

	最近三年度財務比率

	年  度

項  目
	107年
	108年
	109年

	財務比率
	毛利率(%)
	11.68
	11.48
	12.21

	
	流動比率(%)
	149.01
	143.73
	137.64

	
	應收帳款天數(天)
	61
	75
	70

	
	存貨週轉天數(天)
	8.16
	6.52
	4.55

	
	負債比率(%)
	64.35
	66.58
	70.46


投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站![image: image8.png]
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